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日月光推进先进封装厂房建设，中科驭数发布 DPU   

——电子行业周报（2024.06.17-2024.06.21）   

 

 

◼ 核心观点 

本周核心观点与重点要闻回顾 

玻璃基板：电气硝子推出新型玻璃-陶瓷基板 GC Core，玻璃基板产
业或将加速发展。电气硝子此次开发出的 GC Core 基板芯材由玻璃粉
末和陶瓷粉末低温共烧而成，拥有陶瓷的部分性质，不易产生裂纹，
可直接使用 CO2 激光器钻孔，降低量产成本。我们认为，玻璃基板
或将适合 HPC、AI 领域的芯片，相关产业链有望持续受益。 

铜连接：GB200采用铜缆连接，预估 2024年出货量为 42 万片，相关
产业链或将受益。GB200 采用 72 个 Blackwell GPU 全互连的 NVLink

技术，拥有超过 2英里的 NVLink铜缆。GB200在 2024 年预估出货量
为 42 万片，2025 年将达到 200 万片。我们认为，GB200 出货顺利或
将提振铜连接相关器件需求，相关产业链有望持续受益。 

先进封装：日月光推进先进封装厂房建设，相关产业链有望持续收
益。日月光投控旗下日月光半导体宣布，与日月光旗下宏璟建设在高
雄兴建 K28 厂，预计 2026 年第四季度完工，布局先进封装终端测试
以及人工智能（AI）芯片高性能计算。我们认为，先进封装在算力
时代重要性逐步凸显，相关产业链有望持续受益。 

算力芯片：中科驭数国内首颗量产全功能 DPU 算力芯片，算力芯片
产业链有望持续收益。K2 Pro强化复杂业务支持，复杂服务网格性能
从 400 微秒降至 30 微秒以内；在 DPU 复杂场景下能耗降低 30%。我
们认为，AI 推动算力需求攀升，相关产业链有望持续受益。 

市场行情回顾 

本周（6.17-6.21），A股申万电子指数上涨1.86%，整体跑赢沪深300

指数 3.15pct，跑赢创业板综指数 3.62pct。申万电子二级六大子板块
涨跌幅由高到低分别为：消费电子(3.11%)、半导体(3.08%)、其他电
子 II(1.35%)、元件(0.34%)、光学光电子(-0.93%)、电子化学品 II(-

2.05%)。从海外市场指数表现来看，整体继续维持强势，海内外指数
涨跌幅由高到低分别为：台湾电子(4.25%)、申万电子(1.86%)、纳斯
达克(0%)、恒生科技(-0.17%)、道琼斯美国科技(-0.57%)、费城半导
体(-1.07%)。 

◼ 投资建议 

本周我们继续看好受益算力芯片发展的玻璃基板产业链、受益于英

伟达 GB200 的铜连接产业链、以先进封装为代表的半导体周期复苏

主线、AI 为核心的算力芯片产业链。 

玻璃基板：受益于算力芯片技术发展，产业链有望迎来加速成长，建

议关注沃格光电、三超新材、德龙激光、帝尔激光、天承科技等； 

铜连接：受益于英伟达 GB200 出货顺利，产业链需求有望增长，建

议关注胜蓝股份、创益通、维峰电子、鼎通科技、立讯精密、神宇

股份； 

先进封装：受益于半导体大厂持续布局先进封装，产业链有望迎来加

速成长，建议关注甬矽电子、中富电路、晶方科技、蓝箭电子等； 

算力芯片：受益于算力需求持续攀升，有望带动上游算力芯片需求增

长。建议关注寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科等。 

◼ 风险提示 

中美贸易摩擦加剧、下游终端需求不及预期、国产替代不及预期等。 
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1. 本周核心观点及投资建议 

核心观点： 

玻璃基板：电气硝子推出新型玻璃-陶瓷基板 GC Core，玻璃基板产业或

将加速发展。据 IT之家报道，日本电气硝子近日宣布推出新型半导体基板

材料 GC Core。相较于有机基板，玻璃基板更为坚固，表面更为光滑，更

便于承载超精细电路，是先进封装领域的明星技术。电气硝子此次开发出

的 GC Core 基板芯材由玻璃粉末和陶瓷粉末低温共烧而成，拥有陶瓷的部

分性质，不易产生裂纹，可直接使用 CO2 激光器钻孔，降低量产成本。我

们认为，玻璃基板或将适合 HPC、AI 领域的芯片，相关产业链有望持续受

益。 

铜连接：GB200 采用铜缆连接，预估 2024 年出货量为 42 万片，相关产业

链或将受益。根据财联社报道，黄仁勋介绍，GB200 采用 72 个 Blackwell 

GPU 全互连的 NVLink 技术，拥有超过 2 英里的 NVLink 铜缆，展现了铜

缆连接在高性能计算领域的巨大潜力。英伟达此举是为了减少其数据中心

设备的耗电量，使用铜而不是光学器件，可以为每个服务器机架节省 20千

瓦的电力。根据科创板日报报道，从 CoWoS 先进封装产能研判，2024 年

下半年估计将有 42 万颗 GB200 送至下游市场，2025 年产出量上看 150 万

至 200 万颗。我们认为，GB200 出货顺利或将提振铜连接相关器件需求，

相关产业链有望持续受益。 

先进封装：日月光推进先进封装厂房建设，相关产业链有望持续收益。根

据科创板日报报道，日月光投控旗下日月光半导体宣布，与日月光旗下宏

璟建设在高雄兴建K28厂，预计 2026年第四季度完工，布局先进封装终端

测试以及人工智能（AI）芯片高性能计算。我们认为，先进封装在算力时

代重要性逐步凸显，相关产业链有望持续受益。 

算力芯片：中科驭数发布 K2 Pro，为国内首颗量产全功能 DPU 算力芯片，

算力芯片产业链有望持续收益。根据 IT 之家报道， 中科驭数 2024 产品发

布会 19 日在北京中关村展示中心举办。发布会上，中科驭数第三代 DPU 

芯片 K2 Pro 正式发布，是目前国内首颗量产全功能 DPU 算力芯片，为未

来数据中心和云原生环境定制优化。K2 Pro 强化复杂业务支持，集成网络

卸载、流表卸载、存储卸载及 RDMA 网络卸载等多类型硬件卸载引擎，复

杂服务网格性能从 400 微秒降至 30 微秒以内；在 DPU 复杂场景下能耗降

低 30%，实现低功耗运行。我们认为，AI 推动算力需求攀升，相关产业链

有望持续受益。 

投资建议： 
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本周我们继续看好受益算力芯片发展的玻璃基板产业链、受益于英伟达

GB200 的铜连接产业链、以先进封装为代表的半导体周期复苏主线、AI

为核心的算力芯片产业链。 

玻璃基板：受益于算力芯片技术发展，产业链有望迎来加速成长，建议关

注沃格光电、三超新材、德龙激光、帝尔激光、天承科技等； 

铜连接：受益于英伟达 GB200 出货顺利，产业链需求有望增长，建议关注

胜蓝股份、创益通、维峰电子、鼎通科技、立讯精密、神宇股份； 

算力芯片：受益于算力需求持续攀升，有望带动上游算力芯片需求增长。

建议关注寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科等； 

先进封装：受益于半导体大厂持续布局先进封装，产业链有望迎来加速成

长，建议关注甬矽电子、中富电路、晶方科技、蓝箭电子等。  
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2. 市场回顾 

2.1. 板块表现 

本周（6.17-6.21），A 股申万电子指数上涨 1.86%，板块整体跑赢沪深 300

指数 3.15pct，跑赢创业板综指数 3.62pct。在申万 31 个一级子行业中，电

子板块周涨跌幅排名为第 1 位。 

图1:A 股申万一级行业涨跌幅情况（6.17-6.21） 

 
资料来源：Wind，甬兴证券研究所 

 

本周（6.17-6.21）申万电子二级行业中，消费电子板块上涨 3.11%，表现

较好；电子化学品 II 板块下跌 2.05%，表现较差。电子二级行业涨跌幅由

高到低分别为：消费电子(3.11%)、半导体(3.08%)、其他电子 II(1.35%)、

元件(0.34%)、光学光电子(-0.93%)、电子化学品 II(-2.05%)。 

图2:A 股申万二级行业涨跌幅情况（6.17-6.21） 

 
资料来源：Wind，甬兴证券研究所 
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本周（6.17-6.21）申万电子三级行业中，集成电路封测板块上涨 4.98%，

表现较好；品牌消费电子板块下跌 3.68%，表现较差。表现靠前的板块分

别为：集成电路封测(4.98%)、模拟芯片设计(4.87%)、消费电子零部件及

组装(4.07%)。表现靠后的板块分别为：品牌消费电子(-3.68%)、电子化学

品Ⅲ(-2.05%)、被动元件(-1.58%)。  

图3:A 股申万三级行业涨跌幅情况（6.17-6.21） 

 
资料来源：Wind，甬兴证券研究所 

 

从海外市场指数表现来看，整体继续维持强势。本周（6.17-6.21），

海内外指数涨跌幅由高到低分别为：台湾电子(4.25%)、申万电子(1.86%)、

纳斯达克(0%)、恒生科技(-0.17%)  、道琼斯美国科技(-0.57%)、费城半导

体(-1.07%)。 

图4:海内外指数涨跌幅情况（6.17-6.21） 

 
资料来源：Wind，甬兴证券研究所 
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2.1. 个股表现 

本周（6.17-6.21）个股涨跌幅前十位分别为：金溢科技（+46.85%）、晶

华微（+32.91%）、东晶电子（+31.75%）、气派科技（+30.04%）、奥尼

电子（+27.48%）、杰美特（+25.71%）、灿瑞科技（+21.15%）、慧为智

能（+19.38%）、敏芯股份（+18.7%）、晶方科技（+16.87%）。个股涨

跌幅后十位分别为：超华科技（-21.82%）、英力股份（-17.06%）、乐凯

新材（-17.04%）、贝仕达克（-15.52%）、海能实业（-13.97%）、雷曼光

电（-12.04%）、雅葆轩（-11.5%）、ST 宇顺（-10.71%）、安路科技（-

10.49%）、贤丰控股（-10.42%）。 

 

 
表1:电子行业（申万）个股本周涨跌幅前后 10 名（6.17-6.21） 

周涨跌幅前 10 名 周涨跌幅后 10 名 

证券代码 股票简称 周涨幅(%) 证券代码 股票简称 周跌幅(%) 

002869.SZ 金溢科技 46.85% 002288.SZ 超华科技 -21.82% 

688130.SH 晶华微 32.91% 300956.SZ 英力股份 -17.06% 

002199.SZ 东晶电子 31.75% 300446.SZ 乐凯新材 -17.04% 

688216.SH 气派科技 30.04% 300822.SZ 贝仕达克 -15.52% 

301189.SZ 奥尼电子 27.48% 300787.SZ 海能实业 -13.97% 

300868.SZ 杰美特 25.71% 300162.SZ 雷曼光电 -12.04% 

688061.SH 灿瑞科技 21.15% 870357.BJ 雅葆轩 -11.50% 

832876.BJ 慧为智能 19.38% 002289.SZ ST 宇顺 -10.71% 

688286.SH 敏芯股份 18.70% 688107.SH 安路科技 -10.49% 

603005.SH 晶方科技 16.87% 002141.SZ 贤丰控股 -10.42% 

资料来源：Wind,甬兴证券研究所 
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3. 行业新闻 

日月光宣布建设高雄 K28 厂，扩充先进封装产能 

6 月 21 日消息，根据科创板日报报道，日月光投控旗下日月光半导体

宣布，与日月光旗下宏璟建设在高雄兴建K28厂，预计 2026年第四季度完

工，布局先进封装终端测试以及人工智能（AI）芯片高性能计算。 

资料来源：（科创板日报） 

 

中科驭数发布 K2 Pro，为国内首颗量产全功能 DPU 算力芯片 

6 月 20 日消息，根据 IT 之家报道， 中科驭数 2024 产品发布会 19 日

在北京中关村展示中心举办。发布会上，中科驭数第三代 DPU 芯片 K2 Pro 

正式发布，是目前国内首颗量产全功能 DPU 算力芯片，为未来数据中心和

云原生环境定制优化。K2 Pro 强化复杂业务支持，集成网络卸载、流表卸

载、存储卸载及 RDMA 网络卸载等多类型硬件卸载引擎，复杂服务网格性

能从 400 微秒降至 30 微秒以内；在 DPU 复杂场景下能耗降低 30%，实现

低功耗运行。 

资料来源：（IT之家） 

 

电气硝子推出新型玻璃-陶瓷基板 GC Core 

6月 12日消息，根据 IT之家报道，日本电气硝子近日宣布推出新型半

导体基板材料 GC Core。相较于有机基板，玻璃基板更为坚固，表面更为

光滑，更便于承载超精细电路，是先进封装领域的明星技术。英特尔、三

星等一系列重要半导体企业均已在这个方向发力。然而，玻璃材质本身的

脆性又在一定程度上限制了玻璃基板的应用：玻璃基板的最大优势是其支

持构建 TGV（玻璃通孔）垂直通道，但目前使用常见的 CO2 激光器在玻

璃基板上钻孔时容易出现裂纹，最终可能导致基板破裂。如果想避免这一

问题，则要改用激光改性和蚀刻处理来打孔。这一方案不仅技术上更为麻

烦，也将引入额外开支。电气硝子此次开发出的 GC Core 基板芯材由玻璃

粉末和陶瓷粉末低温共烧而成，拥有陶瓷的部分性质，不易产生裂纹，可

直接使用 CO2 激光器钻孔，降低量产成本。 

资料来源：（科创板日报） 

 

GB200 采用 NVLink 技术，展现铜缆连接在高性能计算领域的潜力 

3 月 29 日消息，根据财联社报道，黄仁勋介绍，GB200 采用 72 个

Blackwell GPU 全互连的 NVLink 技术，拥有超过 2 英里的 NVLink 铜缆，

展现了铜缆连接在高性能计算领域的巨大潜力。英伟达此举是为了减少其

数据中心设备的耗电量，使用铜而不是光学器件，可以为每个服务器机架

节省 20 千瓦的电力。 

资料来源：（财联社） 
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4. 公司动态 

【芯联集成】公司会不断推进机器人领域的发展 

6 月 18 日消息，芯联集成在投资者互动平台表示，2023 年公司在 AI

服务器、数据中心等应用方向发布了面向数据中心服务器的 55纳米高效率

电源管理芯片平台技术并获得重大项目定点。2024 年，公司未来将聚焦在

新能源和 AI 两大方向。AI 方向应用领域主要覆盖电源管理和机器人市场。

未来公司将继续加强AI领域的技术布局和市场拓展，汽车智能化、高效电

源管理芯片的产品导入和市场渗透，以及推进智能传感器芯片在机器人领

域的应用。 

资料来源：（投资者互动平台） 

 

【裕太微】公司目前已成功跨越行业周期带来的低谷期 

6 月 18 日消息，裕太微在投资者互动平台表示，公司作为中国大陆地

区极少数已经规模量产的以太网物理层芯片供应商，成立时间较短，产品

系列尚在开拓期，需要一定的时间完成产品研发的积淀。2020 年，百兆网

通以太网物理层芯片出货放量，并结合部分刚量产的单口千兆网通以太网

物理层芯片，实现营收收入金额为 1,295.08 万元。由此，公司开始进入小

批量第一轮研发收获期。2023 年下半年公司进入第二轮研发收获期，三款

新品于量产元年逆势实现营业收入金额为 4,199.10万元，预计 2024 年三款

新品将进一步放量。公司目前已进入第三轮研发投入期，该轮次研发投入

金额较大，研发投入周期较长，研发产品难度系数大幅提升。该轮次核心

研发投入为补充 2.5G 系列网通产品、24 口及以下网通交换机芯片、

5G/10G网通以太网物理层芯片、车载以太网交换机芯片、车载高速视频传

输芯片、车载网关芯片。这一系列产品将陆续于 2024 年到 2026 年量产出

货，为后续的营收份额的提升做出贡献。从 2024年第一季度的整体数据情

况来看，公司目前已成功跨越行业周期带来的低谷期，结合研发产品已逐

步出产并放量， 2024 年第一季度产品销量和销售额同比环比均为增长状态，

预计后续几年将进入新一轮增长期。 

资料来源：（投资者互动平台） 

 

【金海通】公司分选机可用于玻璃基板技术 

6 月 18 日消息，金海通在投资者互动平台表示，玻璃基板作为一种新

型的封装基板材料，它在半导体先进封装领域具有重要的应用。相较于传

统的有机基板，玻璃基板在先进封装领域具有较为显著的优点。 先进封装

是指半导体产品在封装过程中使用了先进封装工艺技术，在多种半导体产

品的封装过程中都可应用。 公司产品集成电路测试分选机，是在芯片产品

设计验证环节和成品检测环节，配合测试机对芯片封装后的成品进行测试
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分选。 使用先进封装技术的芯片，其成品可以使用公司的测试分选机进行

测试分选。 

资料来源：（投资者互动平台） 
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5. 公司公告 

表2:电子行业本周重点公告（6.17-6.21） 
日期 公司 公告类型 要闻 

2024/06/17 恒玄科技 利润分配 

公司总股本为 120,034,708 股，以总股本为基准，扣减回购专用证券账户中股份

总数 860,708 股，实际参与利润分配的股本总数为 119,174,000 股，每股派发现

金红利 0.16 元（含税），共计派发现金红利 19,067,840.00 元（含税）。 

2024/06/18 长电科技 利润分配 

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 1,789,414,570 股为基

数，每股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金红利 178,941,457.00

元。 

2024/06/18 通富微电 利润分配 
参与本次权益分派的总股本基数变更为 1,517,596,912 股，全体股东每 10 股派发

现金红利 0.12 元（含税），本次现金分红总额为 18,211,162.94 元。 

2024/06/19 蓝思科技 利润分配 

以实施权益分派股权登记日登记的总股本（4,983,069,781 股）扣除公司回购专

用账户中的回购股份（42,527,893 股）为基数（4,940,541,888 股），向全体股东

每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），现金分红总额为 1,482,162,566.40 元。 

2024/06/20 中颖电子 利润分配 

以公司现有总股本 342,028,361 股剔除已回购股份 1,912,435 股后的 340,115,926

股为基数，向全体股东每 10 股派 2.0 元人民币现金（含税），合计派发现金红

利 68,023,185.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 

资料来源：Wind，甬兴证券研究所 
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6. 风险提示 

1）中美贸易摩擦加剧的风险 

未来若中美摩擦加剧，则存在部分公司的经营受到较大影响的风险。 

 

2）下游终端需求不及预期的风险 

未来若下游终端需求不及预期，则存在产业链相关公司业绩发生较大波动

的风险。 

 

3）国产替代不及预期的风险 

未来若国产替代不及预期，则存在国内企业的业绩面临承压的风险。 
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